第33回レーザ協会セミナー

レーザ加工２００９
―新しいレーザと加工の実用を目指して―
開催日：平成21年11月18日（水），9:00～17:00
場　所：中央大学 駿河台記念館　610号室

講演題目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演者

9：15～９：20 　      　開会の挨拶　

講演１　　9：20～10：00「リソグラフィ用エキシマレーザーの最新動向」
　　　　　　　　ギガフォトン株式会社　　　　　　　　　　 溝口 計 氏

講演２　　10：00～10：40「高出力ファイバーとその応用」
　 　　　　　　IPGフォトニクスジャパン　　　　　　　 　荒木　和成　氏
講演３　10：40～11：20「ｋＷ級半導体レーザとその応用」
 　　　　　　　浜松ホトニクス㈱　　　　　　　　　　　 　宮島　博文　氏

講演４　11：20～12：00「ディスクレーザとその応用」
 　　　　　　　　　トルンプ株式会社　　　　　　　　　　 　　若林 浩次 氏

12：00～13：00　        昼       食

講演５　13：00～13：40「自動車用鋼板の溶接技術の動向」
　　　　　　　　　　住友金属工業（株）　　　　　　　　　 　内原 正人 氏
講演６　13：40～1４：20「レーザ加工と省エネ技術」 
　　　　　　　　三菱電機㈱　　　　　　　　　　　　 　　藤川　周一　氏

講演７　14：20～14：50「薄板アルミのハイブリッドレーザ溶接」
　　　　　　　　　ＴＷＩ　Japan                           福田 哲夫 氏

　　　　14：50～15：10   コーヒ・ブレイク

講演８　15：10～15：50「エンジニアリングプラスチックにおける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーザ溶着技術と適用事例」
　　　　　　　　　デュポン株式会社　　　　　　　　　　 　中谷 光伸 氏
講演９　15：50～16：30 「レーザピーニング技術とその応用」
　 　　　　　　　(株)最新レーザ技術研究センター　　　　 　沓名 宗春 氏
　　　　　　　　　　　　

16：30～16：50   　　　質疑応答
16：50～　　　　　　　　　閉会の挨拶　
